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摘 要

局部電化學沈積可製作出具有微米等級尺寸且具有高細長比 之結構物，當此技術逐漸成熟之時，若能以自動控制方式精準

且 快速的進行沈積動作，那不僅可以節省人力及時間而且可以利用 編寫電腦程式進行控制而得到不同特性之沈積結構。

本研究提出 一新的陽極移動控制方法，並以LabVIEW 程式架構建立實驗控 制回路，用來改進微柱之幾何形狀和內部組織

。以不同之控制沈 積方式所製作之微懸臂樑，再使用壓電致動器激振之基底激振量 測方法，量測其動態共振頻率，並以

此動態特性來探討微結構之 密度及機械性質。此外，利用SEM 觀察微結構之表面形貌，比較 在不同沈積方式下結構之特

性。最後，本研究於懸臂樑結構之自 由端外加一集中質量，並於共振頻率下以簡諧激振方式使懸臂樑 固定端承受疲勞負

載，用以探討局部電化學沈積材料之疲勞特性。
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